
板材指标

电气性(electrical)

更高频率
损耗

介质损耗(dielectric loss) 板材的Df (dissipation factor)

导体损耗(conductor loss)
趋肤效应(skin effect)，铜表面的粗糙度(roughness)

走线的侧蚀(under cut or side etching)

更高集成度

Dk (dielectric constant) 上升

线宽可变较窄，故集成度可提升

因线宽降低将带来电阻(conductor  
loss)的上升，从而带来能量传递的损耗与热(thermal)的影响

板材热的膨胀系数(thermal-expansion  
coefficient)与 Dk及Df对温度的响应曲线等

更宽带宽

频率升高，产生导波效应(如光纤导波的原理)，形成表面波(surface 
wave)，而增大能量的不必要耗散

因层厚变薄使线宽减小而造成电阻上升的能量损耗常会高于使层厚变薄而减低表面波的引起的损耗

结构性(mechanical)

板材厚度

硬度或强度

尺寸误差

化学性(chemical)

耐候性

稳定性

抗氧化性
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